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Dehnbare, flexible Leiterplatten dienen als 
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Inline-Schablonendrucker haben eine automatische Unterseitenreinigung. 
Auf den Prozess eingestellt, erhält der Anwender nach der Reinigung eine 
saubere Schablone. Doch wie sieht es in der Praxis aus?
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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Mehr Technologien, mehr Beratung, mehr Qualität

Wir bieten das volle Spektrum an Leiterplatten, vieles 
davon bequem und einfach online kalkulierbar: hoch-
lagige Multilayer, Impedanzprüfung, Semi-Flex, Starrflex, 
Aluminiumträger- und Aluminiumkernleiterplatten, Dick-
kupferplatinen, Rogers-Hochfrequenzleiterplatten und 
Flexplatinen. Das alles auch als Serien aus China  
oder ab 12-Stunden Express – Made in Berlin.  
Alles aus einer zuverlässigen Hand.

www.leiton.de
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